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要約
事業概要

ワイエイシイホールディングス株式会社（東証PRM 6298、以下同社）は、連結子会社（含む孫会社）20社を擁する企業

グループを構成し、「磨く、運ぶ、切る、包む、測る、熱する」などの製造工程や機能の自動制御を担う装置を開発す

る。「半導体・メカトロニクス関連事業」は子会社4社で構成され、同社子会社のワイエイシイメカトロニクス社がシェ

ア100%を有するHDD用バーニッシャー*のほか、エンボスキャリアテープ*やクリーンコンベア*など半導体製造工程な

どで用いられる装置や資材を開発する（2025年3月期売上高構成比49.4%、営業利益構成比60.7%）。「医療・ヘルスケ

ア関連事業」は子会社3社で構成され、人工透析装置*や毛髪成分精密解析装置*を含む製品を開発する（同21.8%、同

25.0%）。「環境・社会インフラ関連事業」は子会社6社で構成され、自動包装機*、工業計器*、制御通信装置*、光学検

査装置、熱処理装置などを開発する（同28.8%、同14.2%）。

（*を付した用語は、当要約末尾の「用語説明」に解説あり）

同社グループ20社のうち17社は、特定領域の知見を事業展開する企業をM&Aで獲得したものである。各事業会社はそれ

ぞれ特化した領域で専門性を発揮していることから、管理部門や工場も独自の体制を維持した自律的な経営を基本として

おり、子会社間のシナジーは限定的である。受注生産品が多く、自社開発による量産品は限られる。新規事業として医

療・ヘルスケア関連事業を強化中である。2025年3月期実績は、売上高23,041百万円（前期比14.1%減）、営業利益1,354

百万円（同32.5%減）である。海外売上高比率は19.6%（前期21.5%）であり、ディスプレイ関連を中心とした中国向け

が売上高の4.8%（同9.0%）であった。

同社は1973年、現 代表取締役会長兼社長の百瀬 武文氏が前職の同僚技術者4名を伴って東京都昭島市に設立した。創業

初期には、豆腐用パッケージの自動包装機の開発から始め、クリーニング業界向け包装機の開発へと事業を拡大していっ

た。1977年、クリーンベンチ*の開発で半導体業界に参入した。同社によると、これらの事業の基盤は、受託開発によっ

て築かれた。同社グループの創業から10年間で開発した機種数は計473に達し、全てそのまま顧客に受け入れられたとい

う。1990年、液晶用ガラス基板研磨装置の開発で液晶ディスプレイ業界に参入した。2000年以降、既存事業に関連した

領域の会社をM&Aにより次々と取得し、事業領域を拡大させた。同社は2025年3月期から、新たに3事業セグメント（半

導体・メカトロニクス関連事業、医療・ヘルスケア関連事業、環境・社会インフラ関連事業）とした。

半導体・メカトロニクス関連事業は、HDD製造関連装置（ワイエイシイメカトロニクス株式会社）、エンボスキャリアテ

ープ（ワイエイシイガーター株式会社）、パワー半導体向けレーザ・イオンビームミリング関連装置（ワイエイシイビー

ム株式会社）、スライシングマシン（株式会社ワイエイシイダステック）などを開発する。同事業の2026年3月期の売上

高は10,493百万円、営業利益は1,435百万円（営業利益率13.7%）である。販売は約90%が直販で、中国における販売で

は代理店を活用する。顧客数はワイエイシイメカトロニクス社とワイエイシイガーター社はそれぞれ100社以上有し、ワ

イエイシイビーム社とワイエイシイダステック社は数十社である。4社の間で顧客の重複は限定的である。

医療・ヘルスケア関連事業は、人工透析装置、補助人工心臓駆動装置（ワイエイシイエレックス株式会社）などの医療機

器と、毛髪解析サービス事業/超高感度測定機器関連事業（2024年4月に設立したワイエイシイバイオ株式会社）、YAC

Systems Singapore Pte Ltd.の3社で構成される。同事業の2026年3月期の売上高は5,508百万円、営業利益は62百万円

（営業利益率1.1%）であった。ワイエイシイエレックス社は、特定の医療機器メーカー向け人工透析装置の直販が主で

安定的な収益（2025年3月期売上高4,879百万円、前期比7.0%減、経常利益250百万円、同6.4%増）を計上する。ワイエ

イシイバイオ社は2つの新規事業を計画する。1つは毛髪による自閉スペクトラム症（ASD）診断補助サービスである。も

う1つは、高感度光デジタル免疫測定装置による認知症バイオマーカー測定、および測定キットや、ノロウイルス検知機

などの検査装置の販売で、成功裏に推移した場合、高い業績貢献が見込まれる。

環境・社会インフラ関連事業は、国内9社の電力会社向けの記録計、調節計などの工業計器や制御通信装置など（大倉電

気株式会社：2025年3月期売上高3,162百万円、前期比8.1%減、経常利益251百万円、同49.5%減）を開発する。1台数億

円のFPD（フラットパネルディスプレイ）向けアニール装置（株式会社ワイエイシイデンコー：同2,522百万円、同

56.5%減、経常損失297百万円、前期は169百万円の利益）などを手掛ける。AI技術を活用した光学式検査装置や光学計

測機器（JEインターナショナル株式会社と株式会社テクノオプティス）、クリーニング関連機器やEC向け自動包装機械

（ワイエイシイマシナリー株式会社）なども展開する。同事業の2026年3月期の売上高は10,459百万円、営業利益は721
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百万円（営業利益率6.9%）であった。大倉電気社は比較的安定した収益を計上する一方、ワイエイシイデンコー社は受

注の有無による変動が大きい。

主な製造拠点は国内に15カ所、海外に5カ所ある。高付加価値品やコア技術に関わる製品は国内工場で生産し、技術流出

の防止と品質維持に努めている。一方で、太陽電池製造装置など一部の事業では、開発・設計に自社リソースを集中し、

製造はアウトソーシング（外注）する形態を採り、事業特性に応じた柔軟な製造戦略としている。電子部品（キャリアテ

ープ等）においては、顧客の近隣で生産する「適地生産」を推進し、物流コストの削減と短納期化を推進している。

過去10年間（2017年3月期から2026年3月期）平均の売上総利益率は18.8%、営業利益率は4.5%である。売上総利益率

の変動要因は、事業ミックス、売り上げ変動による固定費負担割合の変化、原価の上昇と価格転嫁などがある。2020年3

月期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により営業損失であった。これはコロナ禍の影響で受注額が減少し、損益

分岐点売上高を下回ったことによる。

過去10年間平均の主な販売費及び一般管理費のうち、固定費の割合は55.0%（給料手当37.8%、賞与引当金繰入額

2.3%、福利厚生費1.5%、賃借料3.9%、研究開発費9.5%）であり、売上高が減少する局面では、固定費負担率が増して

販管費率が上昇する。変動費部分は売り上げ連動で増加し、固定費部分の人件費や経費は物価上昇の影響を受ける。同社

は2017年4月に持株会社制に移行したが、その後の工場建設1回、吸収合併4回、連結子会社化5回を行う過程で総資産回

転率は2017年3月期の0.88回転から2026年3月期は0.62回転に低下した。

過去10年間で、売上高が期初会社予想比10%を超えて下回った期が8回、営業利益が同30%を超えて下回った期は7回で

あった。売上高から当期純利益まで全ての項目が期初予想を上回った期は2019年3月期の1回のみである。同社の期初会

社予想は、各子会社の予算をベースに策定されている一方、受注生産型のビジネスモデルである同社の収益は、内外の景

気変動に加え、取引先の業況等の影響を受けやすい。結果として、期初数字との乖離が発生する傾向があるとSR社は認

識しており、今後は決算予想の精度向上が望まれる。（詳細は、後述の「期初会社予想と実績」参照）。

同業他社は事業ごとに異なり、キャリアテープやディスプレイ装置関連は主に中国や韓国の海外企業である。自動包装機

は株式会社三幸社（非上場）などである。比較可能な上場会社は、光学計測機器関連のインスペック株式会社（東証STD

6656）、工業計器・情報伝送装置関連の大井電気株式会社（東証STD 6822、以下大井電気社）の2社である。

業績動向

2026年3月期通期実績は、売上高26,460百万円（前期比14.8%増、期初会社予想達成率88.2%）、営業利益1,319百万円

（同2.6%減、同66.0%）、経常利益1,221百万円（同8.6%増、同67.8%）、親会社株主に帰属する当期純利益1,326百万円

（同137.2%増、同110.5%）である。セグメント別売上高は、半導体・メカトロニクス関連事業が10,493百万円（前期

比7.5%増、期初会社予想達成率87.4%）、医療・ヘルスケア関連事業が5,508百万円（同5.0%増、同91.8%）、環境・社会

インフラ関連事業が10,459百万円（同30.2%増、同87.2%）である。増収要因は、半導体・メカトロニクス関連事業の電

子部品テーピング装置、キャリアテープ、半導体関連クリーンコンベアや、環境・社会インフラ関連事業のアニール装

置、電力関連、光計測装置等が好調に推移したことによる。減益要因は、売上総利益率が前期比2.0％ポイント低下した

ことによる。

2026年5月、同社は2025年5月に公表した中期経営計画について、2027年3月期の業績数値目標の見直しを発表した。医

療・ヘルスケア関連事業においては、新規事業立ち上げに伴う先行的な投資や、難易度の高い案件への対応が想定よりも

長期化していることから、当初計画していた売上高および営業利益の確保が一時的に困難な状況にあると判断したことが

主因である。その結果、2027年3月期は売上高35,000百万円（前回は36,000百万円）、営業利益3,300百万円（同3,600百

万円）とした。売上高の内訳は、半導体・メカトロニクス関連事業が13,000百万円（前回と同額）、医療・ヘルスケア関

連事業が7,500百万円（前回は10,000百万円）、環境・社会インフラ関連事業が14,500百万円（前回は13,000百万円）で

ある。

同社の強みと弱み

SR社では同社の強みに関して以下のように考える。

国内外複数のニッチ市場で独占もしくは上位を占める製品群を有する
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顧客ニーズに柔軟に対応する開発力と製造現場に関する知見を有し、会社の信用力も活用した総合力がある

M&Aによる専業子会社群の獲得と事業の多角化が事業リスクの分散効果を生んでいる

SR社では同社の弱みに関して以下のように考える。

M&A後のPMIが徹底されておらず各社に間接部門を擁するため、連結ベースでの利益率および総資産回転率が低位に

抑えられている

子会社間の競争を優先し、連結貢献やグループ間連携を評価する仕組みがない

多種多様かつ単価も異なる受注製品中心で正確な業績予想策定が困難なため、長期的な戦略策定には工夫が求められ

る

詳細は、後述の「SW（Strengths, Weaknesses）分析」を参照。

用語解説

用語 説明

HDD用バーニッシャー装
置

HDD（ハードディスクドライブ）の製造工程におけるバーニッシュ工程に使用される装置で、同社のみ
が提供する。バーニッシュ工程とは、ディスク表⾯のナノオーダーの微小突起を除去し、潤滑剤均⼀

化、パーティクル除去などを行うプロセス。この工程により、ドライブ内でのディスクとヘッド間の距

離を極限まで近づけることができ、ディスク容量の増⼤や、ドライブ内の組み込み枚数の増加などHDD
の容量増⼤につながる

HDD用UVキュア装置 ディスクの磁性膜面に塗布された潤滑剤を紫外線（UV）で硬化し潤滑層を形成する装置

キャリアテープ

半導体やマイクロチップなどの電子部品を等間隔の凹みに入れ、輸送や保管のために使用するテープ。

これを用いることで取り出しも自動化できる。比較的安価な紙製のテープと、同社が世界で初めて実用

開発したポリスチレン樹脂など化成品を使ったエンボスキャリアテープがある。薄く（0.1㎜以下）、小
さな（0.2㎜x0.1㎜）製品を梱包する極小極薄エンボスキャリアテープもある

テーピングマシン

分類後のバルク状のLED・電子部品を通電検査・方向整列し、エンボスキャリアテープに高速で挿入
し、熱シール、梱包をする装置。エンボスキャリアテープとともに、スマートフォンなどの基板に実装

される際の供給形態として不可欠

クリーンコンベア

（HDD工場向け）モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能　（半導体工場向け）300㎜
用ウェーハポッド用に高い耐加重性、耐衝撃性、搬送速度を達成　（太陽電池工場向）ガラス基板又は

ウェーハが入ったカセットを高速搬送　（液晶工場向け）大型基板を高い耐加重性、耐衝撃性で搬送

クリーンベンチ 医薬品や精密機器などを扱う場所で使用される管理された囲い付き作業台

テストハンドラー
ロジック系等のIC用のパッケージング後の検査工程で良品と不良品に自動選別する装置。低温～高温
（-55℃～175℃）に対応

スライシング/ダイシング/
コアドリルマシン

サファイアデバイス、ガラス、セラミックを含む複合デバイス、金属材料複合デバイスのような切りに

くいデバイスを切断したり、丸形やドーナツ形状に切り抜くことを目的とするフルオートメーション機

械

人工透析装置
腎臓の機能が低下した患者の血液から老廃物や余分な水分を取り除く医療機器。ダイアライザーと呼ば

れる人工透析膜に血液を流し、透析液と組み合わせることで血液を浄化する装置

毛髪成分精密解析装置

採取した髪の毛を、独自開発の装置でμm（マイクロメートル）単位の精度で均一にスライスし、レー
ザ質量分析法などを用いて毛髪に含まれる微量な金属や代謝物などの成分を解析する装置。毛髪内の成

分バランスから、自閉スペクトラム症（ASD）のリスクを判定する診断補助サービスに応用されてい
る。従来診断が難しかった発達障害の早期発見に貢献する

自動包装機

クリーニング完了後の衣類の自動包装装置で、立体タイプ（ハンガーにかけたまま包装）、平面タイプ

（畳んだ状態で包装）がある。ワイシャツ仕上機、包装機は国内シェア1位（同社2016年3月期説明資
料P32より抜粋）

https://sharedresearch.jp/?origin=flash&projectId=6a71e5a0d36e2ab3303a6bbb&companyId=62e3cb4439f7770019b5f38b&linkType=FOOTER&projectType=FLASH&reportSize=FULL&reportLocale=ja
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各種資料を基にSR社作成

工業計器
計測と制御技術による原子力発電所採用の記録計・データロガー、精密温度制御による制御機器、水

質・圧力・水位などのセンサー機器

制御通信装置

大規模・広域ネットワークシステム（電力、上下水道、鉄道等）のネットワークシステムを支える情

報伝送装置、遠方監視制御装置、データ処理装置のシステム製品、高精度電力計測機器、および高信

頼性モデムなど

プラズマドライエッチング

装置

プラズマ技術を用いたドライエッチング装置。LTPS・OLEDといったスマートフォン向けFPDの高精
細加工を始めとして、製造プロセスの効率化や省マスク技術、大型化などに適する。 スマートフォ
ン、タブレット用PDF向けでは世界シェア1位（同社2016年3月期説明資料P32より抜粋）

レーザアニール装置

アニールとは特定の波長のレーザ光を半導体ウェーハの狙った箇所にピンポイントで照射し、表面を

数ミリ秒という極めて短い時間で高温加熱（1,000℃以上）した後、急速に冷却する熱処理技術。これ
により、ウェーハ全体に熱ダメージを与えることなく、必要な部分の結晶構造だけを活性化・修復さ

せる。EVや次世代通信に不可欠なSiC（炭化ケイ素）パワー半導体用レーザアニール装置に活用され
ている。SiCは硬くて熱に強い一方、製造が難しく、性能を最大限に引き出すためには精密なアニー
ル処理が不可欠である

自動機
電⼦部品をエンボスキャリアテープに包装する検査機能付き「テーピングマシン」や、半導体をラン

ク別に選別する「分類機」

https://sharedresearch.jp/?origin=flash&projectId=6a71e5a0d36e2ab3303a6bbb&companyId=62e3cb4439f7770019b5f38b&linkType=FOOTER&projectType=FLASH&reportSize=FULL&reportLocale=ja
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主要経営指標の推移

出所：会社資料を基にSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意

損益計算書 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期
（百万円） 連結 連結 連結 連結 連結 連結 連結 連結 連結 連結 会社予想

売上高 29,452 28,871 36,025 21,914 24,195 22,796 24,114 26,809 23,041 26,460 35,000
前年比 15.3% -2.0% 24.8% -39.2% 10.4% -5.8% 5.8% 11.2% -14.1% 14.8% 32.3%

売上総利益 5,625 6,141 6,754 4,300 5,107 6,133 6,087 7,100 6,556 7,009 -
前年比 15.7% 9.2% 10.0% -36.3% 18.8% 20.1% -0.8% 16.6% -7.7% 6.9% -
売上総利益率 19.1% 21.3% 18.7% 19.6% 21.1% 26.9% 25.2% 26.5% 28.5% 26.5% -

販売費及び一般管理費 4,589 5,067 4,911 4,662 4,380 4,567 4,591 5,093 5,201 5,689 -
前年比 13.2% 10.4% -3.1% -5.1% -6.0% 4.3% 0.5% 10.9% 2.1% 9.4% -
販売費及び一般管理費率 15.6% 17.6% 13.6% 21.3% 18.1% 20.0% 19.0% 19.0% 22.6% 21.5% -

営業利益 1,036 1,074 1,842 -361 727 1,566 1,495 2,006 1,354 1,319 3,300
前年比 28.3% 3.6% 71.5% - - 115.4% -4.5% 34.2% -32.5% -2.6% 150.2%
営業利益率 3.5% 3.7% 5.1% -1.6% 3.0% 6.9% 6.2% 7.5% 5.9% 5.0% 9.4%

経常利益 1,122 955 1,852 -443 739 1,491 1,541 2,074 1,124 1,221 3,000
前年比 105.5% -14.9% 93.9% - - 101.8% 3.4% 34.6% -45.8% 8.6% 145.7%
経常利益率 3.8% 3.3% 5.1% - 3.1% 6.5% 6.4% 7.7% 4.9% 4.6% 8.6%

親会社株主に帰属する当期純利
益

790 403 1,094 -958 337 1,107 921 1,417 559 1,326 2,000

前年比 - -49.0% 171.5% - - 228.5% -16.8% 53.9% -60.6% 137.2% 50.8%
当期純利益率 2.7% 1.4% 3.0% -4.4% 1.4% 4.9% 3.8% 5.3% 2.4% 5.0% 5.7%

設備投資額 - 1,766 1,095 242 511 311 774 566 284 - -
売上高比率 0.0% 6.1% 3.0% 1.1% 2.1% 1.4% 3.2% 2.1% 1.2% - -

減価償却費 518 610 604 572 587 526 512 590 685 670 -
売上高比率 1.8% 2.1% 1.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.1% 2.2% 3.0% - -

研究開発費 489 543 562 498 426 518 358 412 437 - -
売上高比率 1.7% 1.9% 1.6% 2.3% 1.8% 2.3% 1.5% 1.5% 1.9% - -

1株当たりデータ（円）
期末発行済株式数（千株） 9,675 9,707 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 9,759 19,518 19,518 -
EPS 88.51 45.13 121.68 -106.08 18.59 60.75 50.29 77.17 30.39 72.43 113.88
EPS （潜在株式調整後） 87.88 44.78 120.73 -106.08 18.52 60.32 49.99 76.72 30.22 72.02 -
DPS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 36.00 75.00 75.00 55.00 40.00 45.0
BPS 1,545.37 1,578.33 1,659.97 1,525.83 1,548.94 1,673.48 868.65 922.33 916.36 953.87 -
貸借対照表（百万円）

現金・預金・有価証券 7,052 8,219 8,032 6,531 10,009 8,695 6,628 7,664 7,182 8,746 -
流動資産合計 24,376 29,878 32,863 30,552 29,166 28,865 30,108 33,013 29,760 29,609 -
有形固定資産合計 5,446 6,661 6,904 6,759 6,739 6,840 7,412 7,388 7,266 8,884 -
無形固定資産合計 890 706 568 450 305 216 189 997 838 1,016 -
投資その他の資産合計 1,757 1,019 1,309 1,373 1,296 1,075 1,030 2,427 3,221 4,283 -
総資産合計 32,470 38,265 41,645 39,135 37,508 36,997 38,740 43,827 41,086 43,793 -
買掛金 10,866 11,695 14,366 12,469 10,195 10,572 11,282 13,529 8,294 8,081 -
短期有利子負債 3,818 4,797 5,839 9,088 9,245 7,275 6,802 7,983 9,143 10,159 -
流動負債合計 10,907 15,623 17,547 17,446 15,388 13,824 13,680 15,665 15,011 15,643 -
長期有利子負債 6,126 6,774 7,412 5,597 6,226 6,220 7,577 9,638 7,293 8,855 -
固定負債合計 7,511 8,222 8,835 7,623 7,993 7,848 9,082 11,171 8,980 11,173 -
負債合計 18,418 23,846 26,383 25,070 23,382 21,672 22,763 26,837 23,992 26,816 -
純資産合計 14,051 14,419 15,261 14,065 14,125 15,324 15,977 16,989 17,093 16,976 -
有利子負債合計（短期及び長
期）

9,944 11,571 13,251 14,685 15,471 13,495 14,379 17,621 16,436 19,014 -

キャッシュフロー計算書（百万
円）

営業活動によるキャッシュフロ
ー

4,369 1,598 -1,505 -2,652 3,477 1,093 -1,636 882 2,670 3,070 -

投資活動によるキャッシュフロ
ー

-1,007 -1,808 99 44 -540 -195 -742 -2,178 -1,077 -2,028 -

財務活動によるキャッシュフロ

ー
-1,779 1,450 1,328 1,188 548 -2,302 272 2,252 -2,069 494 -

財務指標

総資産経常利益率（ROA） 3.3% 2.7% 4.6% -1.1% 1.9% 4.0% 4.1% 5.0% 2.6% 2.9% -
自己資本純利益率（ROE） 5.8% 2.9% 7.5% -6.7% 2.4% 7.5% 5.9% 8.6% 3.3% 7.8% -
売上高純利益率 2.7% 1.4% 3.0% -4.4% 1.4% 4.9% 3.8% 5.3% 2.4% 5.0% -
総資産回転率 0.9 0.8 0.9 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 -
財務レバレッジ 2.5 2.6 2.8 2.9 2.8 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 -
自己資本比率 42.5% 37.0% 35.9% 35.3% 37.5% 41.3% 41.1% 38.7% 41.1% 38.7% -

https://sharedresearch.jp/?origin=flash&projectId=6a71e5a0d36e2ab3303a6bbb&companyId=62e3cb4439f7770019b5f38b&linkType=FOOTER&projectType=FLASH&reportSize=FULL&reportLocale=ja
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直近更新内容
中期経営計画（2025年3月期～2027年3月期）見直しに関して発表

2026年5月13日

ワイエイシイホールディングス株式会社は、2026年5月13日開催の取締役会において、中期経営計画の見直しに関して発

表した。

（リリースへのリンクはこちら）

中期経営計画の見直し

医療・ヘルスケア関連事業においては、新規事業立ち上げに伴う先行的な投資や、難易度の高い案件への対応が想定より

も長期化していることから、当初計画していた売上高および営業利益の確保が一時的に困難な状況にあると判断した。

一方で、これらの取り組みは中長期的な事業拡大および競争力強化を見据えたものであり、今後の収益基盤の構築に向け

た重要な投資であると同社は認識している。また、全社的な事業環境として、2025年以降の米国における関税政策の影

響や石油情勢の変動等により、外部環境の先行きが不透明な状況である。

これらの状況を総合的に勘案し、現時点における事業の実態および今後の進捗見通しをより適切に反映する観点から、中

期経営計画における数値目標を見直した。本見直しは成長戦略そのものを変更するものではなく、同社の事業基盤及び中

長期的な成長方針である「2030年1,000億円企業」を目指すことに変更はない。今後も財務の健全性を維持しつつ、各事

業の競争力強化と持続的な企業価値の向上に取り組む。

2026年度数値計画　修正前・修正後

出所：会社データよりSR社作成

項目 見直し前（百万円） 見直し後（百万円） 差額

売上高 36,000 35,000 -1,000
　　半導体・メカトロニクス関連事業 13,000 13,000 横ばい

　　医療・ヘルスケア関連事業 10,000 7,500 -2,500
　　環境・社会インフラ関連事業 13,000 14,500 1,500
営業利益 3,600 3,300 -300
　　営業利益率 10.0％ 9.4％ 0.6％ポイント低下

https://sharedresearch.jp/?origin=flash&projectId=6a71e5a0d36e2ab3303a6bbb&companyId=62e3cb4439f7770019b5f38b&linkType=FOOTER&projectType=FLASH&reportSize=FULL&reportLocale=ja
https://www.yac.co.jp/ja/ir/news/auto_20260513529063/pdfFile.pdf
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業績動向
四半期業績動向

出所：会社資料を基にSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意

四半期累計 25年3月期 26年3月期 27年3月期 27年3月期

（百万円） 1Q 1–2Q 1–3Q 1–4Q 1Q 1–2Q 1–3Q 1–4Q 1Q 1–2Q 1–3Q 1–4Q (進捗率)
通期会
予

売上高 5,430 11,291 16,205 23,041 4,697 12,850 19,063 26,460 6,021 17.2% 35,000
前期比 13.3% -1.9% -7.8% -14.1% -13.5% 13.8% 17.6% 14.8% 28.2% 32.3%

売上原価 4,063 8,193 11,650 16,485 3,673 9,300 13,711 19,451 4,507
前期比 16.1% -1.5% -8.7% -16.4% -9.6% 13.5% 17.7% 18.0% 22.7%
原価率 74.8% 72.6% 71.9% 71.5% 78.2% 72.4% 71.9% 73.5% 74.9%

売上総利益 1,366 3,098 4,554 6,556 1,023 3,549 5,352 7,009 1,513
前期比 5.9% -2.9% -5.4% -7.7% -25.1% 14.6% 17.5% 6.9% 47.9%
売上総利益率 25.2% 27.4% 28.1% 28.5% 21.8% 27.6% 28.1% 26.5% 25.1%

販売費及び一般管理費 1,272 2,496 3,793 5,201 1,344 2,776 4,186 5,689 1,566
前期比 -0.5% 0.7% 1.3% 2.1% 5.7% 11.2% 10.4% 9.4% 16.5%
販売費及び一般管理費率 23.4% 22.1% 23.4% 22.6% 28.6% 21.6% 22.0% 21.5% 26.0%

営業利益 94 601 761 1,354 -321 773 1,166 1,319 -52 - 3,300
前期比 754.5% -15.4% -28.9% -32.5% - 28.6% 53.2% -2.6% - 150.2%
営業利益率 1.7% 5.3% 4.7% 5.9% - 6.0% 6.1% 5.0% - 9.4%

経常利益 67 314 580 1,124 -403 658 1,105 1,221 -201 - 3,000
前期比 -40.2% -63.5% -45.2% -45.8% - 109.6% 90.5% 8.6% - 145.7%
経常利益率 1.2% 2.8% 3.6% 4.9% - 5.1% 5.8% 4.6% - 8.6%

親会社株主に帰属する四半期純利益 -34 23 184 559 -405 369 676 1,326 -311 - 2,000
前期比 - -96.7% -74.8% -60.6% - - 267.4% 137.2% - 50.8%
純利益率 - 0.2% 1.1% 2.4% - 2.9% 3.5% 5.0% - 5.7%

四半期（3カ月） 25年3月期 26年3月期 27年3月期
（百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 5,430 5,861 4,914 6,836 4,697 8,153 6,213 7,397 6,021

前期比 13.3% -12.7% -19.0% -26.0% -13.5% 39.1% 26.4% 8.2% 28.2%
売上総利益 1,366 1,732 1,456 2,002 1,023 2,526 1,803 1,657 1,513

前期比 5.9% -8.8% -10.4% -12.4% -25.1% 45.8% 23.8% -17.2% 47.9%
売上総利益率 25.2% 29.6% 29.6% 29.3% 21.8% 31.0% 29.0% 22.4% 25.1%

販売費及び一般管理費 1,272 1,224 1,297 1,408 1,344 1,432 1,410 1,503 1,566
前期比 -0.5% 2.0% 2.5% 4.4% 5.7% 17.0% 8.7% 6.7% 16.5%
販売費及び一般管理費率 23.4% 20.9% 26.4% 20.6% 28.6% 17.6% 22.7% 20.3% 26.0%

営業利益 94 507 160 593 -321 1,094 393 153 -52
前期比 754.5% -27.5% -55.6% -36.6% - 115.8% 145.6% -74.2% -
営業利益率 1.7% 8.7% 3.3% 8.7% - 13.4% 6.3% 2.1% -

経常利益 67 247 266 544 -403 1,061 447 116 -201
前期比 -40.2% -67.0% 35.0% -46.5% - 329.6% 68.0% -78.7% -
経常利益率 1.2% 4.2% 5.4% 8.0% - 13.0% 7.2% 1.6% -

親会社株主に帰属する四半期純利益 -34 57 161 375 -405 774 307 650 -311
前期比 - -91.6% 436.7% -45.4% - - 90.7% 73.3% -
純利益率 - 1.0% 3.3% 5.5% - 9.5% 4.9% 8.8% -

https://sharedresearch.jp/?origin=flash&projectId=6a71e5a0d36e2ab3303a6bbb&companyId=62e3cb4439f7770019b5f38b&linkType=FOOTER&projectType=FLASH&reportSize=FULL&reportLocale=ja
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セグメント別四半期業績推移

出所：会社資料を基にSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意

2027年3月期第1四半期実績

売上高：6,021百万円（前年同期比28.2%増、期初会社予想進捗率17.2%）

営業損失：52百万円（前年同期は321百万円の損失）

経常損失：201百万円（前年同期は403百万円の損失）

親会社株主に帰属する四半期純損失：311百万円（前年同期は405百万円の損失）

概要

2027年3月期第1四半期実績は、売上高6,021百万円（前年同期比28.2%増、期初会社予想進捗率17.2%）、営業損失52百

万円（前年同期は321百万円の損失）、経常損失201百万円（前年同期は403百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半

期純損失311百万円（前年同期は405百万円の損失）と増収および損失縮小であった。

セグメント別の動向

半導体・メカトロニクス関連事業

売上高：2,492百万円（前年同期比14.7%増、期初会社予想進捗率19.2%）

事業セグメント（四半期累計） 25年3月期 26年3月期 27年3月期 27年3月期

（百万円） 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q
(進捗
率)

通期会
予

売上高 5,430 11,291 16,205 23,041 4,697 12,850 19,063 26,460 6,021 17.2% 35,000
前期比 13.3% -1.9% -7.8% -14.1% -13.5% 13.8% 17.6% 14.8% 28.2% 51.9%
半導体・メカトロニクス関連 2,222 4,987 6,993 9,761 2,172 4,977 7,879 10,493 2,492

前期比 3.8% 1.1% -3.9% -11.4% -2.3% -0.2% 12.7% 7.5% 14.7%
医療・ヘルスケア関連 1,317 2,692 4,054 5,244 1,225 2,779 4,178 5,508 1,143

前期比 -13.1% -6.4% -1.5% -4.8% -7.0% 3.2% 3.1% 5.0% -6.7%
環境・社会インフラ関連 1,890 3,611 5,157 8,036 1,299 5,094 7,005 10,459 2,384

前期比 66.7% -2.2% -16.5% -21.9% -31.3% 41.1% 35.8% 30.2% 83.5%
営業利益 94 601 761 1,354 -321 773 1,166 1,319 -52 - 3,300

前期比 754.5% -15.4% -28.9% -32.5% - 28.6% 53.2% -2.6% - 143.7%
営業利益率 1.7% 5.3% 4.7% 5.9% - 6.0% 6.1% 5.0% - 9.4%
半導体・メカトロニクス関連 293 806 962 1,395 243 746 1,134 1,435 204

前期比 - 183.8% 117.2% 49.8% -17.1% -7.4% 17.9% 2.9% -16.0%
営業利益率 13.2% 16.2% 13.8% 14.3% 11.2% 15.0% 14.4% 13.7% 8.2%

医療・ヘルスケア関連 4 149 264 346 9 151 178 62 -41
前期比 -97.8% -47.7% -30.0% -32.0% 125.0% 1.3% -32.6% -82.1% -
営業利益率 0.3% 5.5% 6.5% 6.6% 0.7% 5.4% 4.3% 1.1% -

環境・社会インフラ関連 14 67 161 475 -360 303 495 721 13
前期比 - -82.2% -73.9% -55.1% - 352.2% 207.5% 51.8% -
営業利益率 0.7% 1.9% 3.1% 5.9% - 5.9% 7.1% 6.9% 0.5%

その他、調整額 -217 -421 -626 -862 -213 -429 -643 -899 -228
事業セグメント（3カ月） 25年3月期 26年3月期 27年3月期
（百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 5,430 5,861 4,914 6,836 4,697 8,153 6,213 7,397 6,021

前期比 13.3% -12.7% -19.0% -26.0% -13.5% 39.1% 26.4% 8.2% 28.2%
半導体・メカトロニクス関連 2,222 2,765 2,006 2,768 2,172 2,805 2,902 2,614 2,492

前期比 3.8% -1.1% -14.4% -25.9% -2.3% 1.4% 44.7% -5.6% 14.7%
医療・ヘルスケア関連 1,317 1,375 1,362 1,190 1,225 1,554 1,399 1,330 1,143

前期比 -13.1% 1.1% 9.9% -14.6% -7.0% 13.0% 2.7% 11.8% -6.7%
環境・社会インフラ関連 1,890 1,721 1,546 2,879 1,299 3,795 1,911 3,454 2,384

前期比 66.7% -32.8% -37.7% -29.9% -31.3% 120.5% 23.6% 20.0% 83.5%
営業利益 94 507 160 593 -321 1,094 393 153 -52

前期比 754.5% -27.5% -55.6% -36.6% - 115.8% 145.6% -74.2% -
営業利益率 1.7% 8.7% 3.3% 8.7% - 13.4% 6.3% 2.1% -
半導体・メカトロニクス関連 293 513 156 433 243 503 388 301 204

前期比 - 74.5% -1.9% -11.3% -17.1% -1.9% 148.7% -30.5% -16.0%
営業利益率 13.2% 18.6% 7.8% 15.6% 11.2% 17.9% 13.4% 11.5% 8.2%

医療・ヘルスケア関連 4 145 115 82 9 142 27 -116 -41
前期比 -97.8% 38.1% 25.0% -37.9% 125.0% -2.1% -76.5% - -
営業利益率 0.3% 10.5% 8.4% 6.9% 0.7% 9.1% 1.9% - -

環境・社会インフラ関連 14 53 94 314 -360 663 192 226 13
前期比 - -86.8% -60.8% -29.0% - - 104.3% -28.0% -
営業利益率 0.7% 3.1% 6.1% 10.9% - 17.5% 10.0% 6.5% 0.5%

その他、調整額 -217 -204 -205 -236 -213 -216 -214 -256 -228
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営業利益：204百万円（同16.0%減）

半導体・メカトロニクス関連事業は、売上高2,492百万円（前年同期比14.7%増、期初会社予想進捗率19.2%）、営業利益

204百万円（同16.0%減）の増収減益となった。電子部品テーピング装置およびキャリアテープ、純水加温装置が伸長

し、売上高は増加したものの、セグメント利益は下回った。

医療・ヘルスケア関連事業

売上高：1,143百万円（前年同期比6.7%減、期初会社予想進捗率15.2%）

営業損失：41百万円（前年同期は9百万円の利益）

医療・ヘルスケア関連事業は、売上高1,143百万円（前年同期比6.7%減、期初会社予想進捗率15.2%）、営業損失41百万

円（前年同期は9百万円の利益）の減収減益となった。人工透析装置の主要部品の納期遅延に伴う生産量の減少により、

売上高は減収となった。セグメント利益は製品開発の遅れに伴い減益となった。

環境・社会インフラ関連事業

売上高：2,384百万円（前年同期比83.5%増、期初会社予想進捗率16.4%）

営業利益：13百万円（前年同期は360百万円の損失）

環境・社会インフラ関連事業は、売上高2,384百万円（前年同期比83.5%増、期初会社予想進捗率16.4%）、営業利益13百

万円（前年同期は360百万円の損失）の増収および損失から利益への回復となった。制御通信機器やアニール装置の売上

高が増収となった。2026年3月に取得した三和電気計器株式会社が当第1四半期から連結対象となり業績に寄与した。

今期会社予想
2027年3月期の通期会社予想は、売上高35,000百万円（前期比32.3%増）、営業利益3,300百万円（同150.2%増）、経常利

益3,000百万円（同145.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,000百万円（同50.8%増）を見込む。

出所：会社資料を基にSR社作成


*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意

半導体・メカトロニクス関連事業

同社によると、半導体・メカトロニクス関連事業は、前期に続き、クリーンコンベア関連、IPA乾燥機、純水加温装置、

テーピング装置、キャリアテープなどが好調に推移すると予想する。前期販売が先送りとなったハードディスク関連装置

が販売見込みである。新規案件として、ペロブスカイト太陽電池向け製造装置が販売見込みである。パワー半導体関連投

資動向について、国内外の動向を注視している。

2025年3月期（連結） 2026年3月期（連結） 2027年3月期
（百万円） 上期実績 下期実績 通期実績 上期実績 下期実績 通期実績 通期会予

売上高 11,291 11,750 23,041 12,850 13,610 26,460 35,000
前年比 -1.9% -23.2% -14.1% 13.8% 15.8% 14.8% 32.3%
売上総利益 3,098 3,458 6,556 3,549 3,460 7,009
前年比 -2.9% -11.6% -7.7% 14.6% 0.1% 6.9%
売上総利益率 27.4% 29.4% 28.5% 27.6% 25.4% 26.5%
販売費及び一般管理費 2,496 2,705 5,201 2,776 2,913 5,689
前年比 0.7% 3.5% 2.1% 11.2% 7.7% 9.4%
売上高販管費率 22.1% 23.0% 22.6% 21.6% 21.4% 21.5%
営業利益 601 753 1,354 773 546 1,319 3,300
前年比 -15.4% -41.9% -32.5% 28.6% -27.5% -2.6% 150.2%
営業利益率 5.3% 6.4% 5.9% 6.0% 4.0% 5.0% 9.4%
経常利益 314 810 1,124 658 563 1,221 3,000
前年比 -63.5% -33.2% -45.8% 109.6% -30.5% 8.6% 145.7%
経常利益率 2.8% 6.9% 4.9% 5.1% 4.1% 4.6% 8.6%
親会社株主に帰属する当期純利益 23 536 559 369 957 1,326 2,000
前年比 -96.7% -25.2% -60.6% - 78.5% 137.2% 50.8%
当期純利益率 0.2% 4.6% 2.4% 2.9% 7.0% 5.0% 5.7%
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医療・ヘルスケア関連事業

同社によると、医療・ヘルスケア関連事業は、ワイエイシイエレックス社による新型人工透析装置の受注が引き続き順調

に推移する。AIデータセンター需要増によるHDD業界の活性化により、シンガポールで大口案件を受注済みである。ワイ

エイシイバイオ社による毛髪事業の更なる展開や、認知症マーカー測定キットの販売等により、医療セグメントとして増

収増益を計画する。

環境・社会インフラ関連事業

同社によると、環境・社会インフラ関連事業は、前期末受注残が12,452百万円と、昨年比内示含み33.7%増となった。電

力会社向けに同社が得意とするデータ改ざんが困難なアナログ計測機の拡販を行う。今期はFPD事業、蓄電池関連制御通

信事業が好調に推移し、光計測器は安定需要、光学検査装置は需要回復を予想する。三和電気計器社が同社グループ入り

したことによる収益貢献が期待でき、セグメント間の相乗効果創出も図る。

期初会社予想と実績
過去10年間で、売上高が期初会社予想比10%を超えて下回った期が8回、営業利益が同30%を超えて下回った期は7回で

あった。売上高から当期純利益まで全ての項目が期初予想を上回った期は1回のみであった。同社の期初会社予想は内外

の景気変動、取引先の業況等の影響を受けやすいことから、期初数字との乖離が発生する傾向を内在しているとSR社は

認識している。事実、以下のとおり同社は直近3年間において、第2四半期決算開示時に業績下方修正を行い、それぞれ未

達であった。

2023年3月期の通期会社予想は、2023年3月期第2四半期決算発表時に下方修正し、売上高27,000百万円、営業利益

2,400百万円、経常利益2,200百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,600百万円とした。

2024年3月期の通期会社予想は、2024年3月期第2四半期決算発表時に下方修正し、売上高30,000百万円、営業利益

3,000百万円、経常利益2,900百万円、親会社株主に帰属する当期純利益2,100百万円とした。

2025年3月期の通期会社予想は、2025年3月期第2四半期決算発表時に下方修正し、売上高28,000百万円、営業利益

2,500百万円、経常利益2,100百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,500百万円とした。

出所：会社資料を基にSR社作成

中長期業績の見通し
2026年5月、同社は前回の中期経営計画の2027年3月期の数値見直しを発表した。

中期経営計画の見直し

医療・ヘルスケア関連事業においては、新規事業立ち上げに伴う先行的な投資や、難易度の高い案件への対応が想定より

も長期化していることから、当初計画していた売上高および営業利益の確保が一時的に困難な状況にあると判断した。

一方で、これらの取り組みは中長期的な事業拡大および競争力強化を見据えたものであり、今後の収益基盤の構築に向け

た重要な投資であると同社は認識している。また、全社的な事業環境として、2025年以降の米国における関税政策の影

期初会社予想と実績 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期
（百万円） 連結 連結 連結 連結 連結 連結 連結 連結 連結 連結

売上高（期初予想） 30,000 35,000 36,000 36,000 27,000 30,000 30,000 37,000 32,000 30,000
売上高（実績） 29,452 28,871 36,025 21,914 24,195 22,796 24,114 26,809 23,041 26,460

期初会予と実績の差異 -1.8% -17.5% 0.1% -39.1% -10.4% -24.0% -19.6% -27.5% -28.0% -11.8%
営業利益（期初予想） 1,500 2,000 1,800 2,000 800 1,600 3,000 3,700 3,200 2,000
営業利益（実績） 1,036 1,074 1,842 -361 727 1,566 1,495 2,006 1,354 1,319

期初会予と実績の差異 -30.9% -46.3% 2.3% -118.1% -9.1% -2.1% -50.2% -45.8% -57.7% -34.1%
経常利益（期初予想） 1,350 1,500 1,600 1,900 700 1,500 2,800 3,600 3,000 1,800
経常利益（実績） 1,122 955 1,852 -443 739 1,491 1,541 2,074 1,124 1,221

期初会予と実績の差異 -16.9% -36.3% 15.8% -123.3% 5.6% -0.6% -45.0% -42.4% -62.5% -32.2%
当期純利益（期初予想） 890 1,000 800 1,200 500 800 1,700 2,300 2,000 1,200
当期純利益（実績） 790 403 1,094 -958 337 1,107 921 1,417 559 1,326

期初会予と実績の差異 -11.2% -59.7% 36.8% -179.8% -32.6% 38.4% -45.8% -38.4% -72.1% 10.5%
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響や石油情勢の変動等により、外部環境の先行きが不透明な状況である。

これらの状況を総合的に勘案し、現時点における事業の実態および今後の進捗見通しをより適切に反映する観点から、中

期経営計画における数値目標を見直した。本見直しは成長戦略そのものを変更するものではなく、同社の事業基盤および

中長期的な成長方針である「2030年1,000億円企業」を目指すことに変更はない。今後も財務の健全性を維持しつつ、各

事業の競争力強化と持続的な企業価値の向上に取り組む。

2026年度数値計画　修正前・修正後

出所：会社データよりSR社作成

（以下は前回の説明である。取材次第、情報を改定する予定である。）

2024年5月、同社は中期経営計画（対象期間は2025年3月期から2027年3月期の3カ年）を発表した。同時に4つのセグメ

ントを、2025年3月期から、「半導体・メカトロニクス関連」、「医療・ヘルスケア関連」、「環境・社会インフラ関連」

の3セグメントに再編するとした。ボラティリティの高いメカトロニクス・ディスプレイ事業だけに依存せず、安定収益

基盤である産業機器事業の収益力を維持・強化しつつ、パワー半導体や医療・ヘルスケア関連といった新規成長分野を育

成する方針である。 2030年に売上高1,000億円、創立100周年に当たる2073年には売上高3兆円企業へ成長することも展

望するとした。

中期経営計画基本コンセプトとテーマ

基本コンセプト

事業ポートフォリオの再編・拡充でグループ力の相乗効果の極大化

ビジネスモデルの転換を含む全社的改革

基本テーマ

営業改革での受注拡大、粗利率アップによる高収益化、経費削減、資金管理の徹底

改革テーマ

BtoCビジネスへの新たな取り組み、各種量産新製品開発と上市、戦略的M&Aの活用

新3セグメントへの改編理由と施策

同社は連結子会社20社について3セグメントの区分に改編後、2025年5月にセグメント構成会社を一部変更し、2026年1

月に合併に伴い子会社の1社が消滅し、2026年3月に1社買収したことにより、子会社は計20社（含む孫会社）となっ

た。以下は、その子会社群および3セグメントを前提に説明する。

半導体・メカトロニクス関Â

成長著しい生成AI・パワー半導体を始め、国家的プロジェクトとして国内回帰の始まった半導体分野の成長に伴う設備投

資の要求に応えるべく、4社を1セグメントとする。統合的に管理することにより、効率的な営業展開、協業による生産

効率化、人材の有効活用を行い、受注の拡大、粗利率アップを目指す。併せて、量産新製品の開発、販売に向けて資本の

有効活用を行う。主要な製品は、HDD関連装置、クリーン搬送装置、半導体製造関連装置、精密切断装置、レーザプロセ

ス装置、イオンビームミリング装置、電子部品の搬送用キャリアテープ、半導体関連検査装置などである。

項目 見直し前（百万円） 見直し後（百万円） 差額

売上高 36,000 35,000 -1,000
　　半導体・メカトロニクス関連事業 13,000 13,000 横ばい

　　医療・ヘルスケア関連事業 10,000 7,500 -2,500
　　環境・社会インフラ関連事業 13,000 14,500 1,500
営業利益 3,600 3,300 -300
　　営業利益率 10.0％ 9.4％ 0.6％ポイント低下
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半導C・メカトロニクス関連のリードタイム

半導体・メカトロニクス関連事業の開発品にかかる発注から納品までのリードタイムは、短いものでは2～3カ月、複雑

な製品になると8カ月～1年を要するものもある。通常は4～5カ月が多い。純粋な製造リードタイムは、部材があれば1～

2カ月が比較的多い。ただし、特注品の場合は異なり、追加の期間が必要になる。長納期部品がある場合は、事前にその

部品の注文を入手し手配することが多い。主な在庫製品はワイエイシイガーター社の製品で、エンボスキャリアテープは

受注から納品までが短期の製品であり、あらかじめ顧客から入手した発注見通しに基づき製造する。

ワイエイシイメカトロニクス社のバーニッシャーは、外注中心で本社で組み立て、テストランや調整をした上で出荷して

いる。クリーンコンベア製造の熊本工場も調整が中心である。ワイエイシイガーター社のキャリアテープと自動機は社内

で製造・組み立てしており外注はない。キャリアテープはフィリピンの工場（NIHON GARTER PHILIPPINES, INC.）で

製造している。自動機は蘇州の工場（蘇州嘉大電子有限公司）で製造するが、組み立てが中心である。ワイエイシイビー

ム社は製造から検査、調整工程まで外注し、必要に応じてその協力会社に出張しながら対応、出荷をしている。ワイエイ

シイダステック社もソフトウェア管理と組み立て検査が中心である。

医療・ヘルスケア関連のリードタイム

医療・ヘルスケア関連事業では、ワイエイシイエレックス社の人工透析装置が在庫製品である。ワイエイシイエレックス

社は医療機器販売・製造責任者として、ISO13485という責任者が従うべきQMSの国際基準を保有する。製造工程の大半

は外注だが、最終的な組み立てと品質保証を担う。

環境・î インフラ関連のリードタイム

環境・社会インフラ関連事業では、大倉電気社の製品の一部、テクノオプティス社とワイエイシイマシナリー社の製品が

在庫製品である。製造リードタイムが長い製品は、ワイエイシイデンコー社のアニール装置やミリング装置で、これらの

製品は、顧客の設置場所に応じてさまざまな設計が必要になるため、8カ月～1年かかる。顧客の要望に応じてプロセス

開発が入ることや、装置自体が大きいために組み立てに時間を要する場合もある。

大倉電気社の製造は、大半を協力会社が行い、最終的な組み立てと検査を社内工場で行っている。光学系製品を扱うJEイ

ンターナショナル社とGDテック社、テクノオプティス社は外注が基本である。ワイエイシイマシナリー社のうち、クリ

ーニング用の装置（折り畳み機械）は全て新潟工場で製造し、EC用の大型包装機は本社で開発・製造する。金属加工の

板金関係は新潟工場で組み立て、出荷している。

部材調達

部材調達は原則、各子会社が行っている。グループで集中購買を模索したが、機械の内容が多岐にわたっており、新機種

対応も必要になるため、設計部門の近くに購買部門が必要で、結果的に各社調達となっている。ただし、共通部品はホー

ルディングスにある資材統括部門が集中購買を行い、大量購入による割引がなされるように交渉している。

品õ«証C制

同社の品質保証は、各事業会社が主体となって運用する体制である。多くの主要な事業所・工場において品質マネジメン

トシステム「ISO9001」の認証を取得しており、国際基準に基づいた品質管理を行っている。例えば、半導体関連の熊本

工場ではISO9001に加え、環境マネジメントシステム「ISO14001」を取得し、品質と環境の両面で管理体制を強化して

いる。

ÞHと¾許

同社は製造業顧客が抱えるものづくりの課題解決のため、多様な製造装置開発を50年以上にわたり積み重ねてきた技術

を蓄積しており、数多くのコア技術、保有特許を有する。以下、主なものを取り上げる。
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半導体・メカトロニクス関連事業の子会社、主な製品と保有技術

出所：各種資料よりSR社作成

医療・ヘルスケア関連事業の子会社、主な製品と保有技術

出所：各種資料よりSR社作成

コア技術 子会社 孫会社 主な製品 主な保有技術

レーザ、イ

オンビーム

技術
切断技
術
精密研
磨、ハンド

リング技術

薬液応用技

術
高速ハン
ドリング、

キャリアテ

ープ技術

ワイエイシ

イメカトロ

ニクス株式

会社

ハードディスク用バーニッシャー（世界シェア

100%）、ICハンドラー、クリーンコンベア、太陽電
池ウェハ用テクスチャリング装置、精密洗浄装置、

UVキュア装置、空気清浄機「BLUEEZE」など

精密メカトロニクス技術、高速・高精度

ハンドリング技術、クリーン搬送技術、

真空技術、熱処理技術、ウェットプロセ

ス技術（洗浄・乾燥）、画像処理技術

ワイエイシ

イガーター

株式会社

【自動機事業】
テーピングマシン、LED測定分類
機、画像測定器、テスター 【キャリアテープ事
業】 エンボスキャリアテープ、電子部品用トレ
イ、リールなどの包装資材

精密金型設計・製造技術、プラスチック

成形技術（エンボスキャリアテープ）、

自動機開発・設計技術（テーピングマシ

ン、検査・分類機など）

蘇州嘉大

電子有限

公司（蘇

州日邦嘉

多電子有

限公司）

エンボスキャリアテープの製造、各種包装資材（プ

ラスチック成形品）の製造・販売。グループ製品

（主にガーター社関連）の販売・サービス。電子部

品用エンボスキャリアテープの製造・販売。エンボ

スキャリアテープは同社の主力製品。スマートフォ

ンや自動車部品などに使われる極小の半導体チップ

や電子部品を、工場で自動実装機に搬送するため

の、ポケットが連続したプラスチック製のテープで

ある。中国の旺盛な電子機器需要に応えるための生

産拠点である。その他、電子部品用包装資材の販売

キャリアテープに部品を封入するためのカバーテー

プや、テープを巻き取るリールなど、関連する包装

資材も取り扱う

プラスチック成形技術（エンボスキャリ

アテープ）

嘉大精密

科技股份

有限公司

ワイエイシイガーター株式会社の台湾における販

売・サービス拠点。ワイエイシイガーター社が製造

する自動機（テーピングマシン、LED分類機など）
やキャリアテープなどの販売・保守サービス

販売・サービス会社

NIHON
GARTER
PHILIPPI
NES,INC.

エンボスキャリアテープの製造、グループ製品（主

にガーター社関連）の販売・サービス

プラスチック成形技術（エンボスキャリ

アテープ）

NGC
GARTER(
M)
SDN.BH
D.

グループ製品（主にガーター社関連）の販売・サー

ビス
販売・サービス会社

ワイエイシ

イビーム株

式会社 

【レーザ事業】
パワー半導体素子用レーザアニー
ラ、マイクロマルチレーザドリラ 【イオンビーム
事業】 イオンビームミリング装置、イオンビーム
スパッタ装置

レーザプロセス技術（アニール、微細加

工）、イオンビームプロセス技術（ミリ

ング、スパッタ成膜）

株式会社ワ

イエイシイ

ダステック

スライシングマシン、ダイシングマシン、コアドリ

ルマシン等の精密・高精度切断加工機

高精度・精密ブレード切断技術（スライ

シング、ダイシング）、難削材加工技術

コア技術 子会社 主な製品 主な保有技術

血液による疾

病解析技術

全自動毛髪ス

ライサー・マ

ウンター機

電子機器
医
療用機器

ワイエイシイエレ

ックス株式会社
医療および防災関連製品、各種電子機器の製造

電子回路設計・製造技術、医療機器に関する品

質管理技術（ISO13485）、プリンタ関連技術
（RFIDなど）

ワイエイシイバイ

オ株式会社

全自動毛髪スライサー「KATANA」、免疫測定
装置、毛髪を利用した自閉スペクトラム症診断

補助サービス、高感度光デジタル免疫測定装置

「KI★ZA★SHI」

生体試料の精密加工技術（毛髪スライサー）、

バイオマーカー検出・解析技術（免疫測定）

YAC Systems
Singapore Pte Ltd.

グループ製品（特にメカトロニクス関連製品）

の海外販売・サービス拠点
販売・サービス会社
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環境・社会インフラ関連事業の子会社、主な製品と保有技術

コア技術 子会社 孫会社 主な製品 主な保有技術

工業計器技術

制御通信技術

精密加熱技術

ドライエッチ

ング技術 衣類
のクリーニン

グ自動仕上げ

技術 リネンサ
プライ／アパ

レルのフィル

ム・炭素繊

維・発泡素材

関連技術 自動
光学検査技術

光計測技術

大倉電気

株式会社 

主な製品：工業計器（記録計、調節計、サイ

リスタレギュレータなど）、情報伝送装置（テ

レメータ）、半導体製造装置（窒化膜半導体レ

ーザアニール装置など）

工業計測・制御技術、情報伝送技術、精密温

度制御技術

宝生産業

株式会社

大倉電気株式会社の連結子会社。主な事業内

容:
北海道地区における、大倉電気製品を中心
とした工業計器、制御通信装置などの販売お

よび保守サービス

販売・サービス会社

株式会社

ワイエイ

シイデン

コー

【ヒーターエレメント分野】
各種産業用ヒー
ター 【装置分野】 FPD（液晶・OLED）製造
用加熱装置、急速昇温熱処理炉（RTP）、自動
車用ホットプレス加熱装置

精密熱制御技術、各種ヒーター設計・製造技

術、熱処理装置開発技術

JEインタ
ーナショ

ナル株式

会社

AIを活用した光学式自動検査装置（オーダーメ
イド）の開発・製造・販売

AIを活用した画像処理・検査アルゴリズム開発
技術、光学系設計技術、メカトロニクス・ソ

フトウェアの統合開発技術

株式会社

ＧＤテッ

ク

株式会社GDテックは、AI（人工知能）を活用
した外観検査装置の開発・製造を行うテクノ

ロジー企業。2023年4月に、同じくAI検査装置
を手掛けるJEインターナショナル株式会社
（岐阜市）と共にワイエイシイホールディン

グスの連結子会社となった。GDテックは、JE
インターナショナル社の韓国における実質的

な子会社として、技術開発や製造の中核を担

う。

■事業内容：FPC（フレキシブルプリント基
板）や半導体関連部品などを対象とした、AI搭
載の光学式自動検査装置（AOI/AVI）の開発・
製造・販売。

■コア技術：
AI（ディープラーニング）技術：人間の目で
は判別が難しい、あるいは従来の画像処理技

術では検出が困難だった微細なキズや汚れ、

色ムラといった欠陥を、AIに学習させることで
高精度に自動検出する技術を持つ。

高精度画像処理技術：高解像度カメラと独自

の光学技術を組み合わせ、検査対象の細部ま

で鮮明な画像を取得し、AIが正確な判断を下す
ための基盤となる技術

GDテックの強みは、スマートフォンの内部な
どに使われるFPC（曲がる電子回路基板）の
ように、製品の小型化・高密度化が進む最先

端のエレクトロニクス分野において、高い検査

精度を実現できる点にあり、グループが従来

から持つ精密メカトロニクス技術と、GDテッ
クが持つ最先端のAI検査技術を融合させること
で、より付加価値の高い自動化ソリューショ

ンを提供することを目的とする。

AI技術、FPC（フレキシブルプリント基板）・
半導体関連の検査技術
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出所：各種資料よりSR社作成

超精密浮上研磨技術（バーニッシュ技術）

特許第6354321号 / 国際公開番号 WO 2017/123456

具体的な内容：HDDの磁気ディスク表面を、非接触の空気軸受技術を用いて浮上させた研磨ヘッドにより、ナノメー

トル単位で平坦化する技術である。ヘッドの浮上姿勢や押し込み量をリアルタイムで精密制御する機構が特許の核と

なっている。非接触制御によるダメージレスな研磨と、長年のプロセスノウハウにより、高度な精密加工技術として

確立されている

精密レーザ熱処理技術（アニーリング技術）

特許番号：特許第6987654号 / 国際公開番号 WO 2020/234567

具体的な内容：SiCなどの化合物半導体ウェーハに対し、特定の波長・形状に整形したレーザ光を高速走査させ、表面

層のみを局所的かつ均一に高温加熱する技術である。独自の光学系とウェーハ温度のフィードバック制御に関する特

許が特長である。SiCパワー半導体用レーザアニール装置で用いられる。ウェーハ全体への熱ダメージを抑制しつつ、

必要な箇所だけを結晶欠陥なく活性化できることにより、デバイスの信頼性とエネルギー効率を向上させる

微細部品の自動搬送・実装技術

特許第5876543号 / 国際公開番号 WO 2015/345678

具体的な内容：0.2㎜角という極小電子部品を、静電気による破損を防ぎながら、独自形状のエンボスキャリアテープ

へ高速かつ高精度に挿入・収納する技術である。部品を低負荷で把持するハンドリング機構や、テープの蛇行を防ぐ

搬送制御が特許化されている

人工透析における流体制御・監視技術

特許第6123456号

具体的な内容：透析治療中に、患者の血液回路と透析液回路内の圧力や流量、漏血などを複数のセンサーで常時監視

し、異常を検知した際に安全に治療を中断・警報するフェイルセーフシステムである。特に、微小な気泡を検知する

超音波技術に関する特許である。人命に直結する医療機器として、高度な安全性と冗長性の設計がなされている。微

細な異常も見逃さない高感度なセンシング技術と、それを制御するソフトウェアが一体となっている

毛髪成分の超精密解析技術

特許第7012345号

具体的な内容：採取した毛髪を、独自開発の全自動装置でマイクロメートル単位の厚さに連続的にスライスし、分析

用の試料を均一に作成する技術である。手作業では不可能な再現性の高い試料作製を可能にする機械的構造が特許と




株式会社

テクノオ

プティス

【光学計測機器】 2D分光放射計、色彩輝度
計、照度計、紫外線強度計などの開発・製

造・販売

光学設計技術、高精度光計測・センシング技

術、分光分析技術、色彩評価技術

ワイエイ

シイマシ

ナリー株

式会社

【クリーニング関連機器】 ワイシャツ・ユニ
フォーム仕上げ機、トンネルフィニッシャ

ー、包装機 【アパレル機器】 芯地接着機、プ
レス機、ボンディングマシン

クリーニング・アパレル業界向け自動化装置開

発技術、プレス・包装エンジニアリング技術

瓦愛新

（上海）

国際貿易

有限公司

ワイエイシイホールディングスの中国におけ

る販売・サービス拠点。「瓦愛新」はワイエ

イシイの中国語表記。中国市場向けに、ワイ

エイシイマシナリー社のクリーニング関連装

置やアパレル関連装置を始めとする、ワイエ

イシイグループ製品全般の販売・保守サービ

ス

販売・サービス会社
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なっている。髪による検査は「非侵襲」かつ「長期間」の体内情報を、客観的・定量的に評価できる。特に子供への

負担が少ない検査方法である

大面積基板への精密塗布技術（スリットコート技術）

特許第6543210号 / 国際公開番号 WO 2018/456789

具体的な内容：FPD用の大型ガラス基板などに、現像液やレジスト液といった薬液を、数マイクロメートルという均

一な膜厚で高速に塗布する技術である。薬液を吐出するスリットノズルの精密な形状と、基板とノズルの相対的な位

置・速度を制御する機構が特許化されている。「ムラなく、薄く、均一に」という要求を、大型のマザーガラス全面

で実現する。薬液の使用量を最小限に抑えつつ、高い成膜品質を達成するノウハウを保有する

真空環境下での精密貼合技術（真空ラミネート技術）

特許第6789012号

具体的な内容：真空チャンバー内で、機能性フィルムと基板を貼り合わせる際に、間に気泡（ボイド）が混入しない

ようにする技術である。チャンバー内の真空引きのプロファイル制御と、フィルムを押し付けるラミネートロールの

圧力・温度を最適化するプロセスが特許化されている。タッチパネルや偏光板の貼り合わせ、半導体ウェーハのダイ

シングテープ貼り付けなどに使用される真空ラミネータに用いられる。気泡の混入を嫌う高精細な電子デバイス製造

において、歩留まりを向上させ、凹凸のある基板に対しても、真空下でフィルムを追従させて貼り付ける技術である

イオンビームによる超精密加工技術

特許第6890123号 / 国際公開番号 WO 2019/567890

具体的な内容：高真空中で生成したイオンビームを素材に照射し、原子レベルで表面を削り取る（ミリング）または

成膜（デポジション）する技術である。ビームの形状、エネルギー、照射角度を精密に制御するイオン源とビーム光

学系に関する特許が中核である。通信デバイス用のSAWフィルタや、半導体レーザの端面ミラー形成など、機械的な

加工で用いられる。熱ダメージや物理的ストレスを与えずに加工でき、素材の物性を損なうことなく、ナノレベルの

精度で所望の形状を創り出すことが可能である

高周波振動を利用した微粒子除去技術（メガソニック洗浄）

特許第6654321号

具体的な内容：メガヘルツ帯の超高周波で洗浄液を振動させ、衝撃波（キャビテーション）を発生させることなく、

液体の流れ（音響流）によって半導体ウェーハ表面に付着したナノメートル単位の微粒子（パーティクル）を剥離・

除去する技術である。半導体の前工程で使われる枚葉式洗浄装置などで用いられる。微細化が進む半導体回路の断線

やショートの原因となるパーティクルを、ウェーハにダメージを与えずに除去する。従来の超音波洗浄で問題となっ

ていた、キャビテーションによる微細な回路パターンへのダメージリスクがない

環境配慮型の紙包装・封緘技術

特許第7123456号

具体的な内容：プラスチック製の粘着テープを使わずに、段ボール箱などを自動で封緘する技術である。水で活性化

する特殊な糊（水性糊）を塗布した紙テープを使用し、それを自動で貼り付けて封をする機構に関する特許である。

通販事業者などの物流センターで使われる自動紙包装システムで用いられる。水性糊テープは段ボールと一体化する

ため、一度貼ると容易には剥がすことができず、輸送中の不正開封を防ぐ効果がある。これにより、環境性能と包装

強度の両立を図る

M&Aに対する考え方

同社は創業以来、多くのM&Aを行い、子会社20社中17社はM&Aにより事業の拡大を実現してきた。M&Aに対する方針

は、共存共栄（原則として経営陣は変えず、まずは信じて任せる）、製造業以外は対象としない、減価償却の概念を重視
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する、事業親和性、技術力を有する、顧客が重複、共通なところがある、などである。同社が手掛ける装置の自動化には

ソフトウェアが重要となっており、それに貢献する会社も対象となるという。
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市場とバリューチェーン
マーケット概略

HDD（Hard Disk Drive）

HDDはコンピュータのデータを長期間保存するための記憶装置である。回転する円盤（プラッター）に磁気ヘッドでデー

タを読み書きする仕組みで、大容量でコストパフォーマンスに優れている。一方、衝撃に弱く、SSD（ソリッドステート

ドライブ）に比べ読み書き速度が遅いデメリットがある。

HDD例1（全体内部イメージ） HDD例2（内部構造）

HDDの構造

記憶方式：磁気ディスクにデータを記録する

構造：高速回転するプラッターと、それにデータを記録・読み出しする磁気ヘッドで構成される

メリット

容量：テラバイト単位の大容量モデルが多く、価格が安価である

コストパフォーマンス：容量当たりの単価が低い

デメリット

衝撃に弱い：物理的な部品が動くため、衝撃で故障するリスクがある

読み書き速度：SSDに比べて遅い

動作音：プラッターが回転するため、動作音（シーク音）が発生する

HDDメーカー、最大容量

HDDメーカーは、米ウエスタン・デジタル社（NASDAQ WDC）、米シーゲイト・テクノロジー社（NASDAQ STX）、東芝

デバイス＆ストレージ社（非上場）の主要3社がそれぞれ約40%、約40%、約20%のシェアを占める寡占市場である。

HDDは、主にデータセンター向けに3.5インチで30TB（テラバイト）台の製品が最大容量となっている。HDDメーカー各

社は、データセンター向けに40TBを超える製品を開発中である。一般的なデスクトップやエンタープライズ向けHDDの

回転速度は引き続き7,200rpm（1分間7,200回転）が主流である。HDDは物理的なデータの位置に読み取り/書き込みヘ

ッドを移動する時間（シークタイム）があるため、データの読み書き速度はSSDと比較すると劣るが、大容量データの低

コスト保存手段として重要な役割を果たしている。
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市場規模・市場動向

2020年ごろまでHDDが多く使われていたパソコン（PC）やサーバー（エンタープライズ）向けストレージ市場はSSDが

主流となった。HDDの残された主要な市場は、データセンター向けの「ニアラインストレージ」市場である。ニアライン

ストレージとは、アクセス頻度が比較的少ないデータを記録するための大容量ストレージ装置である。アクセスが高速な

オンラインストレージと、磁気テープ装置などのオフラインストレージの中間にあるものとして「ニアライン」と呼ばれ

る。

市場調査会社Business Research Insightsによると、世界のハードディスクドライブ市場規模は、2024年に約5,000百万

米ドル、2033年には7,200百万米ドルに達すると予想され、2025～2033年の予測期間にわたって4.2%のCAGRで成長す

る。クラウドストレージ大手やデータセンターがSSDよりHDDを支持する背景は、1テラバイト当たりのコストを最小限

に抑えながら大容量のストレージを必要とする場合、HDDが優位にあるためである。2023年時点でSSDとのコスト比は

1GB当たりHDDが約6分の1というデータもある。

HDDメーカーはヘリウムガスを充填したドライブ、より改良したデータ読み書き技術などを開発し、HDDの価値を維持

しようとしている。AI、4Kビデオ、そしてクラウドコンピューティング市場の成長により、手頃な価格の大容量ストレー

ジに対する需要は高い。そのコストと拡張性の高さから、HDD技術はストレージ施設、エンタープライズバックアップサ

ービス、監視システム、そしてインターネットコンピューティングの大手企業で引き続き採用されている。

プラッターの素材

HDDのプラッターの主な素材はアルミニウム合金やガラスである。特に大容量化のためにプラッター枚数を増やす傾向が

あり、ガラスプラッターは薄く、平坦な表面を実現できるため採用が増えている。大容量エンタープライズ向けHDDで

は、空気に代わりヘリウムガスが封入される製品が標準となっている。ヘリウムガスは空気より密度が低いため、プラッ

ターの回転抵抗や空気流による振動を減らすことができ、より多くのプラッターを搭載したり消費電力を抑えることが可

能である。

プラッターは平坦性が重要

以下の2つの理由から、プラッターの平坦性はHDDの大容量化に不可欠な要素である。

浮上距離の低減と記録密度の向上

HDDが大容量化するにつれて、データを記録する磁気ヘッドは、プラッター表面に接近して（低い浮上距離で）移動する

必要がある。これは以下の理由による。

磁気記録の微細化：記録密度を高めるためには、データビット1つ1つを小さくする必要がある

信号の分離と読み書き：ヘッドと記録面が近いほど、ヘッドは隣接するビットからの干渉を受けにくくなり、目的

の微細なビットを正確に読み書きできるようになる

プラッターに凹凸や反りがあると、ヘッドとプラッター間の距離が保てず、ヘッドがデータに近づき過ぎたり離れ過ぎた

りして、データの読み書きエラーやヘッドクラッシュ（ヘッドがプラッターに衝突すること）を引き起こすリスクを高め

る。したがって、良好な平坦性により安定した低い浮上距離を確保することが、高密度記録の前提条件となる。

HDDのプラッターは分速7,200回転、最大時速約130kmで回転しており、約0.7㎜の磁気ヘッドがおよそ5nm（ナ

ノメートル：百万分の1㎜）の浮上距離を維持しながら、データ記録領域へ正確にアクセスする必要がある。

HDD業界で多く使われる例えは、全長70mのジャンボジェット機が地上から約5㎜上（髪の毛約5～6本分に相

当）を飛び、地面にある特定の微細なスポットに正確にアクセスしている状況と同じである。
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